
・シリコンウェーハの1次・2次及びFinal研磨やエッジ研磨に最適

・アルカリ性コロイダルシリカベーススラリー

・高研磨レート、高平坦性、低欠陥性を安定して発揮

・用途にマッチングした豊富なラインアップ
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従来品 NP6220 NP6504 NP6610

研磨レート（㎛/min） 表面粗さ（nm）

EG1103

主成分 コロイダルシリカ

砥粒濃度(wt%) 35.0

pH 11.1-12.1

砥粒サイズ(nm) 80-140 

標準希釈倍率 30

研磨工程 エッジ研磨

特⾧ 酸化膜を効果的に除去

NP8040NP8020H NP8030

NP6220 NP6504 NP6610 NP7310

主成分 高純度コロイダルシリカ 高純度コロイダルシリカ

砥粒濃度(wt%) 6.0 28.0 40.0 6.0

pH 11.0 11.0-13.0 11.0-12.0 10.3-11.3

砥粒サイズ(nm) 70 60-120 60-110

標準希釈倍率 20 20 30 60

研磨促進剤 アミンレス

研磨工程 シリコン 2次

特⾧ 超低メタル濃度 高研磨レート 高希釈 高希釈

コロイダルシリカ

アミン

シリコンɹ1次～2次 　　　　バックポリッシュ

20

60-80

NP8020H NP8030 NP8040 NP8100

主成分

砥粒濃度(wt%) 9.5 10.5 4.0 9.5

pH 8.6-9.6

砥粒サイズ(nm)

標準希釈倍率 20 30 40 30

研磨工程 シリコン SemiFinal～Final

特⾧

高研磨レート

両面研磨リンス及び

Final前研磨にも有効

標準品

一般シリコンウェーハの

Final研磨に最適

高希釈

再生シリコンウェーハの

Final研磨に最適

高希釈

ディフェクト大幅低減

先端シリコンウェーハの

Final研磨に最適

高純度コロイダルシリカ

10.0-11.0

60-80

シリコンɹFinal


